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Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztatcenia

Odniesienie do
efektow
kierunkowych

Wiedza

wWo1

Ma pogtebiong i uporzadkowang wiedze w zakresie
fizyki, w szczegdlnosci wiedze niezbedng do
zrozumienia zjawisk fizycznych wystepujgcych w
urzadzaniach laserowych i plazmowych.

MiBM2_W02

wo2

Ma szczegdtowg i pogtebiong wiedze na temat obrobki
czesci maszyn, w tym technik ubytkowych, metod
spajania materiatdw uwzgledniajgc przy tym technologie
laserowe.

MiBM2_W05

W03

Ma pogtebiong wiedze w obszarze pomiaréw
parametréw geometrycznych, mechanicznych,
eksploatacyjnych czy wytrzymatosciowych elementéw
wykonanych za pomocg obroébki laserowej i plazmowe;j.

MiBM2_W08

Umiejetnosci

uo1

Potrafi wykorzystywac¢ oprogramowanie komputerowe do
sterowania  procesami  urzgdzen laserowych i
plazmowych.

MiBM2_U02

uo2

Potrafi dokona¢ analizy i syntezy uzyskanych wynikow
oraz przygotowac tekst zawierajgcy oméwienie wynikéw
dotyczacych procesu obrébki laserowej i plazmowe;.

MiBM2_U04

uo3

Potrafi zaprojektowa¢ proces technologiczny w obszarze
obrobki laserowej i plazmowej i dobra¢ do tego celu
odpowiednie maszyny i urzadzenia.

MiBM2_U07

Kompetencje
spoteczne

KO1

Ma swiadomos¢ potrzeby samodzielnego uzupetniania i
poszerzania wiedzy z zakresu obrébki laserowej i
plazmowej. Rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciggtego
doskonalenia.

MiBM2_K01

K02

Jest gotébw do odpowiedzialnego petnienia rdl
zawodowych  zwigzanych z  kierunkiem  studidow
mechanika i budowa maszyn. Przestrzega zasad etyki
zawodowej oraz podejmuje dziatania na rzecz ich
przestrzegania.

MiBM2_K05

TRESCI PROGRAMOWE

| Forma zajeé | Tresci programowe
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wyktad

Podstawowe pojecia z zakresu techniki laserowej oraz plazmowej, podstawy dziatania
urzadzen laserowych i plazmowych, wtasciwosci promieniowania laserowego oraz
strumienia zjonizowanej plazmy. Podstawy optyki, w tym ogniskowanie oraz transport
wigzki laserowej, dlugos¢ Rayleigh’a, modowo$¢ wigzki. Zasady bezpieczenstwa
pracy z urzgdzeniami laserowymi w tym dziatanie promieniowania laserowego na
organizmy zywe w zaleznosci od rodzaju wykorzystywanego zrédta laserowego.
Oddziatywanie zogniskowanej wigzki laserowej z powierzchnig metali: nagrzewanie,
przetapianie i tworzenie sie zjawiska kanatowego. Podstawowe parametry proceséw
technologicznych z wykorzystaniem wigzki laserowej: moc, predkosé, czestotliwose,
potozenie ogniska, zastosowanie réznych ukfadéw optycznych. Opis spawania
laserowego przewodnosciowego i gtebokiego (z kanatem parowym). Metody
laserowego ciecia materiatow. Laserowe ksztattowanie materiatdw z wykorzystaniem
mechanizmu gradientowego oraz speczeniowego. Powierzchniowa gestos¢ mocy
promieniowania laserowego — wplyw na przebieg obrdbki laserowej. Spawanie
laserowe wigzkg oscylujgca. Spawanie laserowe przewodnosciowe i gtebokie a takze
ciggte i impulsowe. Spawanie laserowe z zastosowaniem materiatu dodatkowego.
Spawanie laserowe ztgczy doczotowych, pachwinowych i zakladkowych. Laserowe
swobodne ksztaltowanie materiatdbw z wykorzystaniem mechanizmu gradientowego
oraz speczeniowego, ksztaltowanie swobodne wspomagane mechanicznie.
Projektowanie procesu ciecia laserowego, kompensacja, ciecie matych i duzych
konturow. Wykorzystanie réznych metod ciecia laserowego dla réznych materiatow.

laboratorium

Wptyw parametréw obrobki na przebieg i efekt ciecia laserowego, ciecie réznych
konturow. Laserowe ciecie ablacyjne wigzkg skanujgcg. Ksztattowanie laserowe
swobodne i wspomagane mechanicznie. Dobdr parametrow spawania laserowego
dla ztgczy doczotowych, pachwinowych i zakfadkowych. Laserowe spawanie
impulsowe. Wplyw rodzaju i wydatku gazu ostonowego na przebieg procesu
spawania laserowego i ksztatt spoin. Spawanie laserowe z zastosowaniem materiatu
dodatkowego. Laserowe spawanie z zastosowaniem ukfadéw podziatu wigzki.
Programowanie liniowego spadku oraz zwiekszenia mocy podczas spawania
laserowego. Spawanie laserowe zigczy réznoimiennych. Lutospawanie laserowe.
Ciecie laserowe z wykorzystaniem podstawowych metod dla réznych grup metali (stal
weglowa, nierdzewna i aluminium). Dobdr parametrow spawania laserowego
materiatdbw w tym wplyw poszczegdlnych parametréw na ksztatt spoiny.
Ksztaltowanie metalu za pomocg selektywnego skanowania powierzchnie wigzka
laserowg, pomiar kata giecia. Wptyw parametrow prgdowych i predko$ci ciecia
plazmowego na efekt jakosci powierzchni krawedzi bocznych.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
efektu Eg::;lm Egzeanrlnr:; Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
W01 X
w02 X
W03 X
uo1 X X
uo2 X X
uo3 X X
K01 X
K02 X
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i Budowy Maszyn
nr FERS.01.05-1P.08-0234/23
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Forma . . . . .
. . Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. . Pozytywne zaliczenie kolokwium koncowego. Uzyskanie
wyktad zaliczenie z oceng yoyw 9 4

co najmniej 50 % punktéw.

laboratorium zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢ oraz uzyskanie
co najmniej 50 % punktéw z kolokwium koncowego.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta Jeﬂ('rs
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wic|jL|p|sWC|L |P|S h
© | studiow 15 15 9 9

2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h

3 Razem przy bezposr.edr.llm udziale 34 22 h
nauczyciela akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktora student

4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,4 0,9 ECTS
nauczyciela akademickiego

5. Liczba godzin samodzielnej pracy 16 28 h
studenta
Liczba punktéw ECTS, ktorg student

6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 0,6 1,1 ECTS
pracy
Naklad pracy zwigzany z zajeciami

7. 25 25 h
o charakterze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktorg student

8. | uzyskuje w ramach zajeé¢ o 1,0 1,0 ECTS
charakterze praktycznym

9 Sumaryczne obcigzenie praca 50 50 h
studenta
Punkty ECTS za modut

10. | 1 punkt ECTS= 25-30 godzin obcigzenia 2 ECTS
studenta
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